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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàæíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à ìîäèôèêàöèè
ïîëèìåðíûõ êîìïîçèòíûõ ìàòåðèàëîâ (ÏÊÌ), â îñîáåííîñòè ïðèäà-
íèå èì áèîöèäíûõ è ýëåêòðîïðîâîäíûõ ñâîéñòâ. Â ðàáîòå [1] ïðåäñòàâ-
ëåí îáçîð äàííûõ ïî ðàñòâîðèìîñòè ðÿäà êîìïëåêñîâ ìåäè, à òàêæå
ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ íà ïðèìåðå àöåòèë-àöåòîíàòà
ìåäè Cu(acac)2.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âàæíåéøèì ýòàïîì èññëåäîâàíèÿ ðàñòâîðè-
ìîñòè ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé [2].

Ïîäðîáíåå ìåòîäèêà îïèñàíèÿ ðàñòâîðèìîñòè îïèñàíà â [3]. Â ðàì-
êàõ ðàáîòû [4] îïèñàí ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ êðèòè÷åñêîé òî÷-
êè êîìïëåêñà. Èñïîëüçóÿ ýòîò ìåòîä, ìû ïîëó÷èëè ñëåäóþùèå çíà÷å-
íèÿ ïàðàìåòðîâ êðèòè÷åñêîé òî÷êè: Òêð = 4021,93 Ê, Ðêð = 301,306
ÌÏà. Ïîãðåøíîñòü îïèñàíèÿ ïðåäëîæåííûì ìåòîäîì ñîñòàâèëà ìåíåå
7%.

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò íàì ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ðàñ-
ñ÷èòûâàòü ðàñòâîðèìîñòü Cu(acac)2 â èññëåäóåìûõ äèàïàçîíàõ ïàðà-
ìåòðîâ, à òàêæå ýêñòðàïîëèòðîâàòü èõ â íåáîëüøèõ ïðåäåëàõ.

Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òåìà
� 123030600044-3, FZSU-2023-0004.
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